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国家标准 GB/T ××××《刚性有机封装基板用绝缘胶膜规

范》（征求意见稿）编制说明 

 

一、工作简况 

1、任务来源 

本文件的制定是根据国家标准化管理委员会《国家标准化管理委员会关于下

达2025年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发

[2025]12号），由深圳市柳鑫实业股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、

浙江华正新材料股份有限公司、深圳市纽菲斯新材料科技有限公司、中国电子技

术标准化研究院、广州兴森快捷电路科技有限公司、广州广合科技股份有限公司、

深南电路股份有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、电子科技大学等共同承担，

项目计划号20251015-T-339，项目周期18个月。 

2、主要工作过程 

2.1 资料收集、初期调研、标准起草 

接到计划书后，深圳市柳鑫实业股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、

浙江华正新材料股份有限公司、深圳市纽菲斯新材料科技有限公司、中国电子技

术标准化研究院、广州兴森快捷电路科技有限公司、广州广合科技股份有限公司、

深南电路股份有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、电子科技大学等建立了标

准编制工作组。标准编制工作组成立后，根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第

1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定的要求进行本文件的编写工作，同

时对技术指标进行验证并收集了大量的验证数据，于2025年5月16日完成了标准

草案的编写，形成了标准草案。 

2.2 工作组内部起草会 

2025年5月19日，由全国印制电路标准化技术委员会主持，在深圳召开了标

准工作组内部起草会，共有10家单位合计10名专家参加了会议，参加会议的单位

有：深圳市柳鑫实业股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、浙江华正新材

料股份有限公司、深圳市纽菲斯新材料科技有限公司、中国电子技术标准化研究

院、广州兴森快捷电路科技有限公司、广州广合科技股份有限公司、深南电路股
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份有限公司、江苏赛西科技发展有限公司。会上各参会专家在听取标准编制组就

标准编制过程简介、编制原则和主要技术内容说明等汇报后，本着科学求实、认

真负责的态度，逐章逐条对标准草稿和编制说明的内容进行了审查，讨论了标准

性能指标体系、各项指标的要求以及相应的试验方法。希望编制组成员后续对性

能指标的合理性，试验方法的科学性和可行性，提供各项测试的试验报告。 

2.3 形成征求意见稿 

研讨会后，针对专家意见，编制组再次召开内部工作会议，针对胶膜测试项

目和标称值进行讨论并形成意见，重点确认外观、尺寸、溢胶量、最低熔融粘度、

热膨胀系数、热分解温度、吸水性、表面电阻率、热导率等性能的测试方法和具

体要求，同时确认不添加凝胶时间、离子杂质含量、铅笔硬度、热损失等测试项

目，另外对于绝缘胶膜的质量保证、标识、包装、运输和贮存等内容进行修改与

完善；同时对编制说明做了大幅度的修改，添加了对标准框架搭建的阐述，补充

了各项测试的试验报告，经过多次修改和讨论，编制组在2025年6月20日形成了

征求意见稿和征求意见稿编制说明。 

3、标准编制工作组的主要成员单位及其所承担的工作 

标准编制工作组主要成员单位包括：深圳市柳鑫实业股份有限公司、广东生

益科技股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、深圳市纽菲斯新材料科技

有限公司、中国电子技术标准化研究院、广州兴森快捷电路科技有限公司、广州

广合科技股份有限公司、深南电路股份有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、

电子科技大学等10家单位。标准编制工作组主要成员单位和起草人，以及对应承

担的工作见表1。 

表1 标准编制工作组主要成员单位及承担工作 

序号 标准编制主要成员单位 主要起草人 承担工作 

1 深圳市柳鑫实业股份有限公司 
杨柳、黄云钟、

张伦强 

标准编写，数据验证、收集和

分析，标准内容审核，标准制

定工作安排部署和阶段性节

点控制等。 

2 广东生益科技股份有限公司 
刘申兴、冯椿

婷 

溢胶量、相对介电常数和介质

损耗角正切、卤素含量、体积

电阻率和表面电阻率等标准

内容编写和数据验证。 

3 浙江华正新材料股份有限公司 
何小玲、倪春

军 

挥发物含量、最低熔融粘度、

热膨胀系数、玻璃化转变温度

和储能模量等标准内容编写

和数据验证。 
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4 深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
何岳山、刘飞、

许伟鸿 

电气强度、热分解温度、耐化

学性、吸水率等标准内容编写

和数据验证。 

5 中国电子技术标准化研究院 薛超 
编写标准，时间节点控制，标

准化审查。 

6 广州兴森快捷电路科技有限公司 
乔书晓、洪少

波 

溢胶量、吸水率、热分解温度、

贮存使用等标准内容审核、标

准化审查。 

7 广州广合科技股份有限公司 曾红 
产品分类、热导率等标准内容

审核、标准化审查。 

8 深南电路股份有限公司 戴炯 
燃烧性、挥发物含量等标准内

容审核、标准化审查。 

9 江苏赛西科技发展有限公司 袁告 
质量保证等标准内容审核、标

准化审查。 

10 电子科技大学 陈苑明 
图表格式等标准内容审核、标

准化审查。 

 

二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题 

1、标准编制原则 

标准编制过程中，标准所规定的条款应明确而无歧义，且具有其适用范围所

规定的内容；标准内容协调、简明、清楚、准确、逻辑性强，具有实用性和可操

作性；标准编制与已发布的相关标准协调一致。 

标准编制结构要求、编排顺序、层次划分、表述规则和编制格式遵循《GB/T 

1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《GB/T 

20001.10-2014 标准编写规则 第10部分：产品标准》中的相应条款规定。 

2、确定主要内容的依据 

2.1 确定的主要依据 

（1）本文件标准化对象为刚性有机封装基板用绝缘胶膜（以下简称“绝缘

胶膜”），绝缘胶膜根据产品应用情况并结合封装技术发展共分为四类，分别为

BF01、BF02、BF03和BF04。其中BF01属于标准型，典型应用是笔记本电脑CPU的

封装；BF02是基于标准型改进实现低热膨胀系数，能够满足低翘曲的应用需求；

BF03则由于高玻璃化转变温度能够满足长期高温可靠性的应用需求；BF04的低介

电损耗特性使其适用于高密度多层基板，在人工智能、5G通讯等领域中具有广泛

应用。 

（2）绝缘胶膜作为刚性有机封装基板的核心材料之一，通过半加成法（SAP）

实现精细线路的制备，本文件基于SAP核心工艺搭建并确定各项绝缘胶膜性能要
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求，包括交收态技术要求、完全固化后不覆铜性能要求、完全固化后覆铜性能要

求。其中外观、溢胶量等交收态技术要求主要满足半加成法压合工艺中对于绝缘

胶膜的初步加工要求；热膨胀系数、介质损耗角正切等完全固化后不覆铜性能要

求主要满足半加成法对于绝缘介质层的性能要求；热应力、剥离强度等完全固化

后覆铜性能主要满足半加成法精细线路的制作要求。同时，为满足半加成法进行

精细线路的要求，对绝缘胶膜的外观、溢胶量、最低熔融粘度、热膨胀系数、介

质损耗角正切、剥离强度等提出特殊要求；外观需要没有夹杂物或外来物等才能

实现精细线路的制作，合适的溢胶量和最低熔融粘度用于保证真空压合过程中绝

缘胶膜具有适宜的流动性实现线路填充，热膨胀系数的限定有利于避免翘曲现

象，介质损耗角正切的限定能够满足不同应用场景对于电性能的需求，剥离强度

的限定则是保证精细线路后续可靠性验证的基础。 

（3）本文件的编制主要依据是刚性有机封装基板用绝缘胶膜生产企业深圳

柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽菲斯等的产品要求和生产能力水平、刚性有

机封装基板生产企业深南电路、兴森快捷等对于绝缘胶膜的使用要求，并参考了

国外竞品的性能要求和试验方法。 

2.2 确定的主要内容 

2.2.1 交收态技术要求 

（1）外观 

外观应符合：a)支撑膜、保护膜与绝缘胶膜没有分层起泡、无皱褶；b)绝缘

胶膜不应有夹杂物（金属性、非金属性）或外来物；c)绝缘胶膜不应有凹坑、空

洞或气泡；d)绝缘胶膜不应有划痕；e)绝缘胶膜无膜皱；f)绝缘胶膜外观颜色由

供需双方商定，交收时应无色差。 

（2）尺寸 

绝缘胶膜通常为卷状交付，尺寸要求参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳

柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽菲斯等厂家内部管控要求，其中厚度的测量

由于绝缘胶膜含有保护膜和支撑膜，需要先去除绝缘胶膜的保护膜，再用测量总

厚度减去测量支撑膜厚度得到绝缘胶膜厚度。 

（3）挥发物含量 
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挥发物含量参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华

正、深圳纽菲斯等厂家内部管控要求，明确挥发物含量应不超过4%。 

（4）溢胶量 

溢胶量参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、

深圳纽菲斯等厂家内部管控要求，明确绝缘胶膜（厚度不超过40μm）的溢胶量

最大长度应不超过4 mm，其他厚度绝缘胶膜的溢胶量最大长度应满足供需双方商

定的要求（备注：一般封装基板中较少使用40μm以上厚度，若有特殊需求则商

定确认）。 

（5）最低熔融粘度 

最低熔融粘度参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江

华正、深圳纽菲斯等厂家内部管控要求，明确绝缘胶膜最低熔融粘度和对应最低

熔融温度标称值和公差应满足供需双方商定的要求（备注：由于不同厂家不同型

号的树脂体系差异大导致绝缘胶膜的熔融粘度较难统一度量，故采用供需双方商

定）。  

2.2.2 完全固化后不覆铜性能 

（1）玻璃化温度（Tg）和储能模量（DMA法） 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确BF01的Tg≥150℃，模量（50 ℃）≥4；明确BF02

的Tg≥150℃，模量（50 ℃）≥6；BF03的Tg≥170℃，模量（50 ℃）≥8；BF04

的Tg≥160℃，模量（50 ℃）≥8。 

（2）热膨胀系数（CTE） 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确BF01的范围为30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50，

BF02的范围为20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30，BF03的范围为15＜CTE（25 ℃～

150 ℃）≤20，BF04的范围为15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20。同时由于绝缘胶

膜中不含有玻纤，主要填料为球形二氧化硅，属于各向同性材料，因此不需要区

分X轴、Y轴和Z轴的热膨胀系数。 

（3）相对介电常数（Dk）和介质损耗角正切(Df) 
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参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确绝缘胶膜在10GHz下Dk应不高于3.4（备注：由于

绝缘胶膜统一为环氧树脂和二氧化硅体系，故Dk没有显著变化），同时BF01的范

围为0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200，BF02的范围为0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150，

BF03的范围为0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080，BF04的范围为0.0030＜Df（10 GHz）

≤0.0050。 

（4）电气强度 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确电气强度应不小于40 kV/mm。 

（5）拉伸强度和断裂伸长率 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确拉伸强度和断裂伸长率标称值和公差应满足供需

双方商定的要求（备注：由于不同厂家的绝缘胶膜力学性能差异较大，同时此项

不属于下游客户的重点关注项，故采用供需双方商定）。 

（6）热分解温度(Td) 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确Td（5%）应不小于360 ℃。 

（7）耐化学性 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确耐化学性应无分层、起泡、起皱及软化现象。 

（8）吸水率 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确吸水率应不高于1.5%。 

（9）卤素含量 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确溴含量（质量百分比）应不大于0.09%，氯含量

（质量百分比）应不大于0.09%，溴和氯总含量（质量百分比）应不大于0.15%。 

（10）燃烧性 
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参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，燃烧性应达到FV-0等级；绝缘胶膜无法单独进行燃烧

性测试，故通过真空贴膜机在绝缘板双面压合绝缘胶膜形成燃烧性测试试样。 

（11）热导率 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确热导率标称值和公差应满足供需双方商定的要

求。 

2.2.3 完全固化后覆铜性能 

（1）热应力 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确热应力要求为无分层、起泡、空洞、起皱或熔化

现象。 

（2）剥离强度 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确剥离强度（化学沉积铜配合电镀加厚）BF01≥

0.55N/mm，BF02≥0.45N/mm，BF03≥0.40N/mm，BF04≥0.35N/mm；真空溅射沉积

铜配合电镀加厚等其他覆铜方式的剥离强度应满足供需双方商定的要求。半加成

法过程中需要在绝缘胶膜上沉积铜（化学沉积或真空溅射沉积），导致剥离强度

相对小，但是配合线路设计能够保证可靠性。 

（3）体积电阻率和表面电阻率 

参照深南电路、兴森快捷等客户和深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽

菲斯等厂家内部管控要求，明确湿热后在潮湿箱中表面电阻率和体积电阻率≥

10
6
MΩ•m，E-24/125处理后在烘箱中表面电阻率和体积电阻率≥10

4
MΩ•m。 

3、解决的主要问题 

（1）针对外观问题，由于绝缘胶膜产品包含支撑膜和保护膜，同时支撑膜

在后续激光钻孔工序中具有重要作用，因此需要确认外观的规定范围。经过工作

组讨论形成意见，确定不添加次表观，并在表观中添加对于支撑膜、保护膜的要

求（备注：次表观需要撕去保护膜，且需考虑环境因素，同时撕去保护膜容易引

入其他外来物）。 
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（2）针对尺寸问题，需要明确宽度是否允许有负公差，同时对于厚度的测

量方法需要参考其他标准进行细化。经过工作组讨论形成意见，宽度标称值参考

《GB/T 44295-2024》和《GB/T 33015-2016》，确定不使用负公差。厚度测量方

法参考《GB/T 29846》、《GB/T 7125-2014》，确定“绝缘胶膜厚度=（绝缘胶

膜+支撑膜）实测总厚度-支撑膜实测厚度”；厚度测量取点位置参考《GB/T 

33016-2016》。 

（3）针对溢胶量问题，不同厚度绝缘胶膜的溢胶量差异较大，需要进行区

分。经过工作组讨论形成意见，膜厚≤40μm的样品溢胶量确定为不超过4mm（备

注：综合国外竞品的要求及深圳柳鑫、广东生益、浙江华正、深圳纽菲斯的测试

数据）；40μm＜膜厚≤100μm的样品溢胶量由供需双方商定（备注：一般刚性

有机封装基板中较少使用40μm以上厚度，若有特殊需求则商定确认）。 

（4）针对最低熔融粘度问题，是否新增最低熔融粘度对应的最低熔融温度，

从而满足真空压合条件，避免压合温度过高。经过工作组讨论形成意见，报告最

低熔融粘度和对应的最低熔融温度，并由供需双方商定（备注：部分制造商和下

游客户会关注最低熔融温度，但由于产品配方差异导致最低熔融粘度&对应最低

熔融温度测试差异较大，因此要求由供需双方商定）。 

（5）针对热膨胀系数问题，需说明绝缘胶膜的热膨胀系数是否区分X轴、Y

轴和Z轴，并考虑α1段起点是否合理，同时需不需要增加Tg点后的热膨胀系数。

经过工作组讨论形成意见，由于绝缘胶膜中不含有玻纤，主要填料为球形二氧化

硅，属于各向同性材料，因此不需要区分X轴、Y轴和Z轴的热膨胀系数；α1段沿

用（25 ℃～150 ℃），有特殊可由供需双方商定（备注：参考国外竞品和国内

同行深圳柳鑫、广东生益、深圳纽菲斯的热膨胀系数α1段的一般范围）；Tg点

后的α2段CTE若要提供则由供需双方商定（备注：针对Tg点后的α2段CTE，由于

BF01、BF02、BF03、BF04体系不同导致Tg有区别，因此数据上不好统一比较）。 

（6）针对热分解温度问题，是否考虑1%质量损失Td。经过工作组讨论形成

意见，暂不不添加1%质量损失Td，若需增加其他质量损失的Td可由供需双方商定

（备注：印制电路行业中材料一般采用5%质量损失Td来表征热分解温度，标准文

件中已经进行要求，同时1%质量损失的热分解温度误差较大）。 
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（7）针对燃烧性问题，绝缘胶膜无法单独进行燃烧性测试，需配合绝缘板

制成测试试样，故需要限定绝缘板和绝缘胶膜的厚度范围。参考日本竞品和和国

内同行燃烧性测试方法进行修改，限定绝缘板和测试试样厚度，并规定绝缘板的

阻燃等级。 

（8）针对剥离强度问题，需明确剥离强度的样品制备过程，并区别不同沉

积铜工艺（如化学沉积铜、真空溅射沉积铜）的测试结果。参考《GB/T 4677》

和即将批准发布的国家标准《刚性有机封装基板通用规范》（计划号

20220107-T-339），明确剥离强度（化学沉积铜配合电镀加厚）的标称值范围和

测试试样要求，同时规定真空溅射沉积铜配合电镀加厚等其他覆铜方式的剥离强

度应满足供需双方商定的要求。 

（9）针对“质量保证”章节，参考《GB/T 20001.10-2014》的编写规则，

调整质量保证章节，明确鉴定检验和质量一致性检验内容。 

（10）针对“标识、包装、运输和贮存”章节，明确标识中需要添加二维码，

细化包装的方式和内容（同时约定可由供需双方另行规定），规定从贮存到使用

需要先进行解冻处理保证绝缘胶膜恢复至室温再使用，同时解冻处理可按照制造

商推荐的示例条件，不同厂家亦可以进行相应调整。 

三、主要验证情况分析 

为了验证标准技术内容的科学性和国内适用性、试验方法的稳定性及其可靠

性，对于交收态技术要求、完全固化后不覆铜性能要求、完全固化后覆铜性能要

求，我们在行业中选取了四个厂家各生产的四款同类产品进行验证，产品分别来

自深圳市柳鑫实业股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、浙江华正新材料

股份有限公司、深圳市纽菲斯新材料科技有限公司，产品各项性能的试验验证报

告见附件。 

通过综合分析各产品数据，得到如下验证结果：全部产品均满足本文件中的

交收态技术要求、完全固化后不覆铜性能要求、完全固化后覆铜性能要求。 

四、知识产权情况说明 

本文件内容不涉及专利和知识产权问题。 

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果 

随着半导体技术进步使电子设备迅速变得更小、更精确，芯片封装用基板材
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料的线宽/线距达到 12μm，且正朝着更细微的 5μm 方向发展，传统的 PCB 减

法蚀刻方式显然不能满足封装基板品质要求。封装基板基本采用工艺更加精细的

半加成法进行制作，绝缘胶膜则是半加成法制造工艺关键核心材料之一。 

绝缘胶膜材料正成为全球半导体封装领域的关键技术，其市场规模预计将从

2023 年的 4.71 亿美元增长至 2029 年的 6.853 亿美元，年复合增长率达 6.5%；这

种增长主要得益于绝缘胶膜在高性能计算、通信基站等关键领域的广泛应用，尤

其在中国市场的快速发展。在下游应用方面，PC 是最大的市场，占比约 61%，

其次是服务器/数据中心，占比 17.8%；预计未来几年，HPC/AI 芯片将是增长最

快的领域，2023-2028 年的复合增长率预计约为 21.8%。 

随着基板厂商加大对封装基板的投入，封装基板的关键材料绝缘胶膜需求也

会随之激增，然而目前在全球范围内，尚没有针对绝缘胶膜建立通用的技术规范，

这也严重限制了刚性有机封装基板用绝缘胶膜的生产和应用。本文件的建立将有

利于我国该类产品的统一和产品质量一致性保证，有利于我国消费电子、通讯设

备、汽车电子等产品的一致性和可靠性提升，对产业链的技术发展也起到了重要

的推动作用，具有良好的社会效益。 

六、采用国际标准和国外先进标准情况 

因为刚性有机封装基板用绝缘胶膜无相关国际标准，因此没有可以直接采用

的国际标准，但编制的过程中产品试验方法则部分参考IPC-TM-650《测试方法手

册》。 

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性 

本文件的编制考虑到了与相关标准的协调统一，遵守我国现行的法律、法规、

规章。本文件产品应用于刚性有机封装基板，与正在报批中的国家标准《刚性有

机封装基板规范，计划号20220107-T-339》协调配套使用。 

八、重大分歧意见的处理经过和依据 

标准在制定、讨论过程中无重大分歧和意见。 

九、标准性质的建议 

建议将本文件作为推荐性标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

建议该标准尽快发布实施，以使该标准贴近市场，跟上行业的技术发展。 



 

第 11 页 /共 75 页 

十一、替代或废止现行相关标准的建议 

此标准为新建的国家标准，无替代或废止的相关现行标准。 

十二、其它应予说明的事项 

无。 

    国家标准《刚性有机封装基板用绝缘胶膜规范》编制工作组 

                              2025-06-20 
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附件 产品各项性能的试验验证 

                              

                                 

 

 

挥发物含量 

试验验证报告 
 

 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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挥发物含量试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的挥发物含量评定。 

 

二、 试验设备 

（1）质量分析天平仪(最小分辨率不大于 1mg)或等效设备。 

（2）空气循环式烘箱。 

（3）干燥器或等效设备,室温下相对湿度小于 30% 

 

三、 试验对象 

刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、BF04 的试样

各 3块，尺寸为 100mm×100mm 方形样品。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

四、 试验程序 

参考《GB/T 33016-2016》中 8.4 的规定进行检验，烘制温度保

持为 130 ℃±3 ℃，时间为 15 min±1 min。 
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五、试验结果 

样品 挥发份含量（%） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 3.6 3.7 3.7 

不超过 4% 
生益科技 3.1 2.9 3.0 

华正新材 1.9 1.8 1.8 

深圳纽菲斯 3.6 3.7 3.7 

BF-02 

柳鑫实业 2.3 2.4 2.3 

不超过 4% 
生益科技 2.5 2.7 2.2 

华正新材 1.7 1.7 1.8 

深圳纽菲斯 2.3 2.4 2.3 

BF-03 

柳鑫实业 2.7 2.8 2.9 

不超过 4% 
生益科技 2.1 2.2 2.3 

华正新材 1.5 1.6 1.8 

深圳纽菲斯 2.7 2.7 2.8 

BF-04 

柳鑫实业 3.9 3.8 3.9 

不超过 4% 
生益科技 1.8 1.8 1.7 

华正新材 1.9 1.81 1.83 

深圳纽菲斯 3.9 3.8 3.9 
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溢胶量 

试验验证报告 
 

 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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溢胶量试验验证报告 

一、 试验概况 

本方法适用于测量刚性有机封装基板用绝缘胶膜交收态下的溢

胶量。 

 

二、 试验设备和材料 

（1）覆铜板，厚度为 0.2 mm，尺寸由供需双方商定（例如长度

为 320 mm，宽度为 320 mm 的覆铜板）； 

（2）尺寸为（320±5） mm×（320±5） mm 的 PVF 膜，或等效

材料； 

（3）真空压膜机或等效设备； 

（4）测量精度不低于 0.1 mm 的游标卡尺或其他等效量具。 

 

真空压膜机示例 

 

三、 试验对象 

刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、BF04，绝缘
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胶膜试样尺寸由供需双方商定（例如长度为 300 mm，宽度为 300 mm

的绝缘胶膜）。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

四、 试验程序 

将绝缘胶膜试样去除保护膜并贴合在覆铜板上（绝缘胶膜面与覆

铜板光面接触），样品上方和覆铜板下方覆上 PVF 膜用于保证溢胶完

全，根据制造商提供的参数使用真空贴膜机进行压合，得到溢胶量测

试试样；分别测量溢胶量测试试样四边溢出的最大长度，取最大值作

为作为溢胶量测试结果，精确至 0.1mm。 

 

溢胶量测试结果示例 
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五、试验结果 

样品 
溢胶量（mm） 

【膜厚≤40μm】 
标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 3.5 3.0 3.2 

不超过 4mm 
生益科技 3.2 3.5 3.6 

华正新材 2.2 3.1 2.8 

深圳纽菲斯 3.4 3.1 3.2 

BF-02 

柳鑫实业 2.5 2.1 2.3 

不超过 4mm 
生益科技 3.0 3.1 3.2 

华正新材 3.0 2.0 3.0 

深圳纽菲斯 2.6 2.2 2.3 

BF-03 

柳鑫实业 2.2 2.1 1.9 

不超过 4mm 
生益科技 3.0 3.0 3.8 

华正新材 3.0 2.0 4.0 

深圳纽菲斯 2.3 2.2 1.9 

BF-04 

柳鑫实业 2.8 3.0 3.1 

不超过 4mm 
生益科技 2.9 2.8 3.0 

华正新材 1.0 1.1 1.1 

深圳纽菲斯 2.7 2.9 2.5 
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最低熔融粘度 

试验验证报告 
 

 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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最低熔融粘度试验验证报告 

一、 试验概况 

本方法适用于测量刚性有机封装基板用绝缘胶膜的最低熔融粘

度。 

二、 试验设备 

a) 能够裁切出直径25 mm圆柱体的制样器或其他等效工具； 

b) 旋转流变仪或等效仪器。 

 

旋转流变仪示例 

三、 试验对象 

刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、BF04，从绝

缘胶膜距离边缘不小于 25 mm 处裁切边长为 30mm×500mm的长方形绝

缘胶膜试样。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

四、 试验程序 

（1）去除绝缘胶膜试样的保护膜，将绝缘胶膜叠层至厚度不小
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于 0.5 mm（叠层过程中需去除支撑膜），并用制样器裁切成直径为 25 

mm 的圆柱体绝缘胶膜测试试样，制样过程如制样过程示意图所示： 

裁切 去除保护膜 叠层加厚 去除支撑膜 厚度不小于0.5mm 制样器裁切 测试试样

流变仪测试试样制样过程示意图 

（2）将测试试样装载在旋转流变仪 25 mm 平行平板夹具的正中

间（如试样装载示意图所示），设置旋转流变仪的振动频率为 1 Hz，

应变为 1.0%； 

试样装载正确 试样装载过多 试样装载过少
 

流变仪测试试样装载示意图 

（3）以 60 ℃为起始温度，当旋转流变仪到达起始温度后，对

平行平板夹具施加设置的振荡应变，同时以 5 ℃/min 的升温速率升

温至 200 ℃或其他规定的温度时停止测试； 

（4）通过旋转流变仪测试的熔融粘度曲线图得到绝缘胶膜交收

态的最低熔融粘度。 

 

测试试样的熔融粘度曲线图 
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五、试验结果 

样品 最低熔融粘度（Pa.s） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 
标称值和公差由供需

双方商定 

BF-01 

柳鑫实业 224 211 233 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 816 820 842 

华正新材 98.7 97.6 95.6 

深圳纽菲斯 323 338 304 

BF-02 

柳鑫实业 1084 1107 1071 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 777 791 750 

华正新材 34 42 38 

深圳纽菲斯 1195 1234 1217 

BF-03 

柳鑫实业 313 349 392 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 1032 1050 1103 

华正新材 360 355 370 

深圳纽菲斯 472 431 452 

BF-04 

柳鑫实业 1180 1074 1124 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 1256 1360 1298 

华正新材 185.3 196.4 188.3 

深圳纽菲斯 1023 967 985 
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玻璃化温度 Tg 和储能模量

（DMA 法-拉伸模式） 

试验验证报告 
 
       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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玻璃化温度 Tg 和储能模量（DMA 法-拉伸模式） 

试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对完全固化后刚性有机封装基板用绝缘胶膜的玻璃化

温度 Tg 和储能模量进行评定。 

 

二、 试验设备 

动态热机械分析仪或等效设备。 

 

动态热机械分析仪示例 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
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四、 试验程序 

参考《GB/T 4722—2017》中 6.7.2 规定的 DMA 法（拉伸模式）

进行检验，拉伸夹具的跨距为 15 mm～20 mm，试样的宽度为 3 mm～6 

mm，边缘保持光滑，没有缺口和裂缝。损耗正切 tanδ曲线的峰值温

度为玻璃化温度，储能模量曲线 50 ℃时对应的数值为储能模量

（50 ℃）。 

 

玻璃化温度 Tg 和储能模量（DMA 法-拉伸模式）测试结果示例 
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五、试验结果 

样品 Tg（℃） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 171 172 173 

≥150℃ 
生益科技 171 172 171 

华正新材 175 173 173 

深圳纽菲斯 174 171 173 

BF-02 

柳鑫实业 195 191 192 

≥150℃ 
生益科技 171 172 171 

华正新材 180 178 176 

深圳纽菲斯 185 187 186 

BF-03 

柳鑫实业 232 230 231 

≥170℃ 
生益科技 200 199 201 

华正新材 200 198 203 

深圳纽菲斯 227 229 228 

BF-04 

柳鑫实业 172 171 173 

≥160℃ 
生益科技 172 172 173 

华正新材 171 171 170 

深圳纽菲斯 173 171 172 
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样品 模量（GPa） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 标称值 

BF-01 

柳鑫实业 4.3 4.6 4.4 

≥4 GPa 
生益科技 4.5 4.3 4.7 

华正新材 5.4 5.7 6.0 

深圳纽菲斯 4.5 4.4 4.3 

BF-02 

柳鑫实业 7.9 7.7 7.4 

≥6 GPa 
生益科技 7.2 7.1 7.4 

华正新材 7.5 8.0 7.6 

深圳纽菲斯 7.8 7.6 7.4 

BF-03 

柳鑫实业 9.2 9.1 8.9 

≥8 GPa 
生益科技 9.1 9.5 9.3 

华正新材 9.8 9.8 9.6 

深圳纽菲斯 9.1 9.0 8.9 

BF-04 

柳鑫实业 8.1 8.2 8.1 

≥8 GPa 
生益科技 8.8 8.5 9.2 

华正新材 8.2 8.2 8.4 

深圳纽菲斯 8.2 8.2 8.1 
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热膨胀系数（TMA 拉伸法） 

试验验证报告 
 

 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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热膨胀系数（TMA 拉伸法）试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的热膨胀系数进行评

定。 

 

二、 试验设备 

热机械分析仪或等效设备。 

 

热机械分析仪示例 

 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
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四、 试验程序 

参考《GB/T 4722—2017》中 6.10 规定的 TMA 拉伸法进行检验，

拉伸夹具的跨距为 15 mm～20 mm，试样宽度为 3 mm～6 mm，试样边

缘保持光滑，没有缺口和裂缝。 

 

热膨胀系数（TMA 拉伸法）测试结果示例 

 

 



 

第 31 页 /共 75 页 

 

五、试验结果 

样品 

热膨胀系数 

CTE（25℃～150℃） 

（μm/m·℃） 

标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 45 48 47 

30＜CTE（25 ℃～

150 ℃）≤50 

生益科技 43 46 44 

华正新材 43 43 44 

深圳纽菲斯 46 47 47 

BF-02 

柳鑫实业 21 22 21 

20＜CTE（25 ℃～

150 ℃）≤30 

生益科技 28 25 26 

华正新材 25 23 22 

深圳纽菲斯 23 22 23 

BF-03 

柳鑫实业 17 18 18 

15＜CTE（25 ℃～

150 ℃）≤20 

生益科技 18 17 16 

华正新材 17 15 18 

深圳纽菲斯 18 19 18 

BF-04 

柳鑫实业 18 16 18 

15＜CTE（25 ℃～

150 ℃）≤20 

生益科技 17 18 19 

华正新材 19 19 19 

深圳纽菲斯 17 18 18 
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相对介电常数（Dk）和介质

损耗角正切（Df）试验验证

报告 
 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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相对介电常数（Dk）和介质损耗角正切（Df）试验验

证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的相对介电常数（Dk）

和介质损耗角正切（Df）进行评定。 

二、 试验设备 

矢量网络分析仪或等效设备。 

 

矢量网络分析仪示例 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

四、 试验程序 

完全固化后的绝缘胶膜相对介电常数（Dk）和介质损耗角正切

（Df）按照 GB/T 43801 的规定进行检验，测试试验厚度不小于 100

μm。 
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五、试验结果 

样品 
相对介电常数 

Dk@10GHz  
标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 3.35 3.33 3.32 

Dk 不高于 3.4 
生益科技 3.25 3.3 3.2 

华正新材 3.35 3.33 3.35 

深圳纽菲斯 3.34 3.33 3.33 

BF-02 

柳鑫实业 3.36 3.39 3.39 

Dk 不高于 3.4 
生益科技 3.25 3.29 3.28 

华正新材 3.32 3.34 3.31 

深圳纽菲斯 3.36 3.39 3.39 

BF-03 

柳鑫实业 3.4 3.4 3.4 

Dk 不高于 3.4 
生益科技 3.11 3.16 3.14 

华正新材 3.33 3.31 3.35 

深圳纽菲斯 3.4 3.3 3.4 

BF-04 

柳鑫实业 3.31 3.33 3.3 

Dk 不高于 3.4 
生益科技 3.2 3.28 3.27 

华正新材 3.32 3.34 3.34 

深圳纽菲斯 3.32 3.33 3.31 
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样品 
介质损耗角正切 

Df@10GHz  
标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 0.0167 0.0164 0.0157 

0.0150＜Df（10 GHz）

≤0.0200 

生益科技 0.0166 0.0160 0.0155 

华正新材 0.019 0.019 0.019 

深圳纽菲斯 0.0166 0.0165 0.0159 

BF-02 

柳鑫实业 0.0123 0.0124 0.0124 

0.0080＜Df（10 GHz）

≤0.0150 

生益科技 0.0120 0.0124 0.0123 

华正新材 0.014 0.013 0.013 

深圳纽菲斯 0.0124 0.0125 0.0122 

BF-03 

柳鑫实业 0.0070 0.0069 0.0068 

0.0050＜Df（10 GHz）

≤0.0080 

生益科技 0.0075 0.0073 0.0071 

华正新材 0.007 0.007 0.007 

深圳纽菲斯 0.0070 0.0071 0.0069 

BF-04 

柳鑫实业 0.0044 0.0045 0.0044 

0.0030＜Df（10 GHz）

≤0.0050 

生益科技 0.0045 0.0048 0.0047 

华正新材 0.0049 0.005 0.0049 

深圳纽菲斯 0.0045 0.0045 0.0044 
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电气强度 

试验验证报告 
 

 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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电气强度试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的电气强度进行评定。 

 

二、 试验设备 

（1）电极装置或等效仪器； 

（2）阻抗分析仪或等效测试仪器。 

 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

四、 试验程序 

参考《GB/T 33016—2016》中 9.4 的规定进行检验。 
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五、试验结果 

样品 电气强度（kv/mm） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 70 70 70 

电气强度不小于 40 

kV/mm 

生益科技 73 76 79 

华正新材 295 307 311 

深圳纽菲斯 70 70 70 

BF-02 

柳鑫实业 50 50 50 

电气强度不小于 40 

kV/mm 

生益科技 59 55 56 

华正新材 295 307 311 

深圳纽菲斯 50 50 50 

BF-03 

柳鑫实业 60 60 60 

电气强度不小于 40 

kV/mm 

生益科技 62 65 61 

华正新材 279 271 282 

深圳纽菲斯 60 60 60 

BF-04 

柳鑫实业 60 60 60 

电气强度不小于 40 

kV/mm 

生益科技 68 66 68 

华正新材 279 271 282 

深圳纽菲斯 60 60 60 
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拉伸强度和断裂伸长率 

试验验证报告 
 
       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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拉伸强度和断裂伸长率试验验证报告 

一、 试验概况 

本方法适用于测量完全固化后绝缘胶膜拉伸强度和断裂伸长率。 

二、 试验设备 

附带拉伸夹具的动态热机械分析仪（DMA）或拉伸试验机。 

   

动态热机械分析仪（附带拉伸夹具）示例 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

四、 试验程序 

按照《GB/T 1040.3》的规定进行检验，使用动态热机械分析仪

（DMA）的拉伸模式进行测量时采用 2型条形试样（试样宽度为 3 mm～

6 mm），使用拉伸试验机进行测量时采用 4型哑铃试样。 
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五、试验结果 

样品 拉伸强度（MPa） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 
标称值和公差由供需

双方商定 

BF-01 

柳鑫实业 86 88 87 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 44 41 48 

华正新材 87 96 91 

深圳纽菲斯 84 85 87 

BF-02 

柳鑫实业 104 102 103 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 60 66 62 

华正新材 110 110 110 

深圳纽菲斯 102 104 101 

BF-03 

柳鑫实业 109 109 107 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 100 99 98 

华正新材 100 96 98 

深圳纽菲斯 106 105 108 

BF-04 

柳鑫实业 93 91 96 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 70 73 75 

华正新材 103 104 102 

深圳纽菲斯 94 92 93 
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样品 断裂伸长率（%） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 
标称值和公差由供需

双方商定 

BF-01 

柳鑫实业 7.3 7.4 7.5 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 2.5 2.4 2.7 

华正新材 4.6 4.3 4.4 

深圳纽菲斯 6.5 6.1 5.9 

BF-02 

柳鑫实业 4.0 4.1 4.2 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 1.5 1.2 1.3 

华正新材 2.5 2.8 2.7 

深圳纽菲斯 3.7 3.9 3.4 

BF-03 

柳鑫实业 2.4 2.7 2.8 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 0.7 0.8 0.8 

华正新材 2.0 2.1 2.3 

深圳纽菲斯 2.3 2.4 2.2 

BF-04 

柳鑫实业 1.9 1.6 1.7 

标称值和公差由供需

双方商定 

生益科技 0.8 0.8 1.0 

华正新材 1.4 1.6 1.2 

深圳纽菲斯 2.1 2.0 1.9 
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热分解温度（TD） 

试验验证报告 
 

 
       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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热分解温度（TD）试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对完全固化后刚性有机封装基板用绝缘胶膜的热分解

温度（Td）,评定材料的耐热性能。 

 

二、 试验设备 

热重分析仪或等效设备。 

 

热重分析仪示例 

 

三、 试验对象 

绝完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
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四、 试验程序 

 完全固化后的绝缘胶膜热分解温度（Td）按照 GB/T 33016—2016

中的 9.10 的规定进行检验。 

 

热分解温度测试结果示例 
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五、试验结果 

样品 热分解温度 5%Td（℃） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 365 367 368 

不小于 360 ℃ 
生益科技 365 367 370 

华正新材 385 386 387 

深圳纽菲斯 370 366 368 

BF-02 

柳鑫实业 393 398 396 

不小于 360 ℃ 
生益科技 370 375 376 

华正新材 380 381 383 

深圳纽菲斯 391 393 394 

BF-03 

柳鑫实业 375 372 371 

不小于 360 ℃ 
生益科技 370 370 370 

华正新材 380 381 383 

深圳纽菲斯 378 375 377 

BF-04 

柳鑫实业 362 364 365 

不小于 360 ℃ 
生益科技 386 385 381 

华正新材 392 393 395 

深圳纽菲斯 368 371 369 
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耐化学性 

试验验证报告 
 

 
       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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耐化学性试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜材料的

耐化学性能进行评定。 

 

二、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

 

三、 试验程序 

 完全固化后的绝缘胶膜耐化学性按照 GB/T 33016—2016 中 9.3

的规定进行检验。 
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四、试验结果 

样品 耐化学性 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、

起泡、起

皱及软化

现象 

生益科技 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

华正新材 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

深圳纽菲斯 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

BF-02 

柳鑫实业 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、

起泡、起

皱及软化

现象 

生益科技 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

华正新材 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

深圳纽菲斯 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

BF-03 

柳鑫实业 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、

起泡、起

皱及软化

现象 

生益科技 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

华正新材 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

深圳纽菲斯 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

BF-04 

柳鑫实业 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、

起泡、起

皱及软化

现象 

生益科技 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

华正新材 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

深圳纽菲斯 
无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 

无分层、起泡、

起皱及融化现象 
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吸水率 

试验验证报告 
 

 
       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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吸水率试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对完全固化后刚性有机封装基板用绝缘胶膜的吸水率

进行评定。 

 

二、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

三、 试验程序 

 完全固化后的绝缘胶膜的吸水率按照GB/T 4722-2017 中 9.2 的

规定进行检验。 
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四、试验结果 

样品 吸水率 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 0.48 0.49 0.49 

应不高于

1.5% 

生益科技 0.30 0.35 0.32 

华正新材 0.20 0.20 0.20 

深圳纽菲斯 0.46 0.48 0.45 

BF-02 

柳鑫实业 0.49 0.46 0.47 

应不高于

1.5% 

生益科技 0.44 0.40 0.45 

华正新材 0.25 0.2 0.22 

深圳纽菲斯 0.44 0.46 0.47 

BF-03 

柳鑫实业 0.35 0.42 0.38 

应不高于

1.5% 

生益科技 0.33 0.35 0.31 

华正新材 0.33 0.35 0.31 

深圳纽菲斯 0.36 0.39 0.37 

BF-04 

柳鑫实业 0.36 0.35 0.36 

应不高于

1.5% 

生益科技 0.30 0.29 0.28 

华正新材 0.20 0.30 0.20 

深圳纽菲斯 0.31 0.34 0.32 
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卤素含量 

试验验证报告 
 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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卤素含量试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的卤素含量进行评定。 

二、 试验设备 

离子色谱仪或等效设备。 

 

离子色谱仪示例 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

四、 试验程序 

完全固化后的绝缘胶膜卤素含量按照GB/T 33016—2016中9.12

的规定进行检验。 
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五、试验结果 

样品 氯含量和溴含量合计（%） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 0.04 0.04 0.04 
溴含量（质量百分比）应不

大于 0.09%，氯含量（质量百

分比）应不大于 0.09%，溴和

氯总含量（质量百分比）应

不大于 0.15% 

生益科技 0.05 0.05 0.05 

华正新材 0.02 0.02 0.02 

深圳纽菲斯 0.04 0.04 0.04 

BF-02 

柳鑫实业 0.04 0.04 0.04 
溴含量（质量百分比）应不

大于 0.09%，氯含量（质量百

分比）应不大于 0.09%，溴和

氯总含量（质量百分比）应

不大于 0.15% 

生益科技 0.05 0.05 0.05 

华正新材 0.02 0.02 0.02 

深圳纽菲斯 0.04 0.04 0.04 

BF-03 

柳鑫实业 0.03 0.03 0.03 
溴含量（质量百分比）应不

大于 0.09%，氯含量（质量百

分比）应不大于 0.09%，溴和

氯总含量（质量百分比）应

不大于 0.15% 

生益科技 0.03 0.04 0.04 

华正新材 0.03 0.03 0.03 

深圳纽菲斯 0.03 0.03 0.03 

BF-04 

柳鑫实业 0.04 0.04 0.04 
溴含量（质量百分比）应不

大于 0.09%，氯含量（质量百

分比）应不大于 0.09%，溴和

氯总含量（质量百分比）应

不大于 0.15% 

生益科技 0.04 0.04 0.04 

华正新材 0.01 0.01 0.01 

深圳纽菲斯 0.04 0.04 0.04 
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燃烧性 

试验验证报告 
 
       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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燃烧性试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的燃烧性进行评定。 

二、 试验设备 

燃烧试验箱或等效设备。 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

四、 试验程序 

燃烧性按照《GB/T 4722—2017》中6.4的规定进行检验；测试试

样的制备：首先去除保护膜，得到带支撑膜的绝缘胶膜试样；按照制

造商推荐的条件使用真空贴膜机在绝缘板（厚度0.2 mm，阻燃等级

FV-0）双面对称压合带支撑膜的绝缘胶膜试样（绝缘胶膜面与绝缘板

贴合），并按照制造商推荐的固化时间温度进行固化，去除绝缘胶膜

表面的支撑膜，制作成厚度为0.38 mm～0.40 mm的测试试样。 
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五、试验结果 

样品 燃烧性（等级） 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 FV-0 FV-0 FV-0 

FV-0 
生益科技 FV-0 FV-0 FV-0 

华正新材 FV-0 FV-0 FV-0 

深圳纽菲斯 FV-0 FV-0 FV-0 

BF-02 

柳鑫实业 FV-0 FV-0 FV-0 

FV-0 
生益科技 FV-0 FV-0 FV-0 

华正新材 FV-0 FV-0 FV-0 

深圳纽菲斯 FV-0 FV-0 FV-0 

BF-03 

柳鑫实业 FV-0 FV-0 FV-0 

FV-0 
生益科技 FV-0 FV-0 FV-0 

华正新材 FV-0 FV-0 FV-0 

深圳纽菲斯 FV-0 FV-0 FV-0 

BF-04 

柳鑫实业 FV-0 FV-0 FV-0 

FV-0 
生益科技 FV-0 FV-0 FV-0 

华正新材 FV-0 FV-0 FV-0 

深圳纽菲斯 FV-0 FV-0 FV-0 
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热导率 

试验验证报告 
 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 

 



 

第 60 页 /共 75 页 

热导率试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的热导率进行评定。 

二、 试验设备 

界面材料热阻及热传导系数量测仪或等效设备。 

三、 试验对象 

完全固化后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、BF03、

BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

四、 试验程序 

热导率按照GB/T 31988-2015中附录A的规定进行检验，3个试样

厚度满足供需双方商定（例如为0.12 mm、0.24 mm和0.36 mm） 
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五、试验结果 

样品 
热导率 

W/（m·K） 
标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 0.321 0.324 0.321 

标称值和公差应满足供需双

方商定的要求 

生益科技 0.310 0.320 0.310 

华正新材 0.405 0.409 0.410 

深圳纽菲斯 0.322 0.323 0.322 

BF-02 

柳鑫实业 0.469 0.465 0.467 

标称值和公差应满足供需双

方商定的要求 

生益科技 0.540 0.510 0.520 

华正新材 0.479 0.489 0.485 

深圳纽菲斯 0.468 0.465 0.464 

BF-03 

柳鑫实业 0.413 0.412 0.414 

标称值和公差应满足供需双

方商定的要求 

生益科技 0.720 0.710 0.730 

华正新材 0.455 0.459 0.456 

深圳纽菲斯 0.413 0.414 0.412 

BF-04 

柳鑫实业 0.493 0.492 0.491 

标称值和公差应满足供需双

方商定的要求 

生益科技 0.610 0.620 0.600 

华正新材 0.504 0.505 0.509 

深圳纽菲斯 0.492 0.493 0.492 
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热应力 

试验验证报告 
 

 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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热应力试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的热应力进行评定。 

二、 试验设备 

可控温电热焊锡槽或等效设备。 

三、 试验对象 

完全固化且覆铜后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、

BF03、BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

四、 试验程序 

热应力按照《GB/T 4722—2017》中6.5的规定进行检验；测试试

样的制备：首先去除保护膜得到带支撑膜的绝缘胶膜试样，对覆铜板

的双面铜箔进行粗化处理，按照制造商推荐的条件使用真空贴膜机在

粗化后覆铜板双面都压合带支撑膜的绝缘胶膜产品试样（绝缘胶膜与

铜箔贴合），并按照制造商推荐的条件预固化、化学沉积铜、电镀加

厚铜层和后固化，制作成长度为100 mm，宽度为25 mm，铜层厚度不

低于35 μm的测试试样。 
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五、试验结果 

样品 热应力 标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起泡、空洞、

起皱或熔化现象。 

生益科技 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

华正新材 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

深圳纽菲斯 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

BF-02 

柳鑫实业 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起泡、空洞、

起皱或熔化现象。 

生益科技 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

华正新材 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

深圳纽菲斯 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 
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BF-03 

柳鑫实业 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起泡、空洞、

起皱或熔化现象。 

生益科技 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

华正新材 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

深圳纽菲斯 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

BF-04 

柳鑫实业 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起泡、空洞、

起皱或熔化现象。 

生益科技 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

华正新材 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

深圳纽菲斯 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 

无分层、起

泡、起皱及

融化现象 
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剥离强度 

试验验证报告 
 

 

       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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剥离强度试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的剥离强度进行评定。 

 

二、 试验设备和材料 

（1）厚度为 0.2 mm 的覆铜板； 

（2）真空贴膜机； 

（3）抗剥仪或等效拉力试验机，能准确测量至 0.05 N，夹具应

能夹住金属层剥离条的整个宽度； 

（4）抗蚀绝缘胶带或等效物，具有一定宽度； 

（5）蚀刻系统或等效仪器； 

（6）测量精度不低于 0.1 mm 的游标卡尺或其他等效量具； 

（7）能保持温度为 110 ℃±2 ℃的空气循环烘箱。 

 

三、 试验对象 

完全固化且覆铜后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、

BF03、BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
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四、 试验程序 

按照 GB/T 4677-2002 中 7.1.1 的规定进行检验。测试试样的制

备：首先去除保护膜得到带支撑膜的绝缘胶膜试样，对覆铜板的双面

铜箔进行粗化处理，按照制造商推荐的条件使用真空贴膜机在粗化后

覆铜板双面都压合带支撑膜的绝缘胶膜产品试样（绝缘胶膜与铜箔贴

合），并按照制造商推荐的条件预固化、化学沉积铜、电镀加厚铜层

和后固化，制作成测试试样。测试试样测试前应采用化学方法退除部

分铜层形成导线，导线长度应不低于 50 mm，宽度为 3.2 mm，铜厚不

低于 35 μm。 
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五、试验结果 

样品 
剥离强度 

（N/mm） 
标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 0.65 0.67 0.64 

≥0.55 

生益科技 0.63 0.65 0.61 

华正新材 0.69 0.67 0.65 

深圳纽菲斯 0.67 0.66 0.68 

BF-02 

柳鑫实业 0.53 0.49 0.52 

≥0.45 

生益科技 0.55 0.53 0.56 

华正新材 0.54 0.53 0.55 

深圳纽菲斯 0.54 0.48 0.51 

BF-03 

柳鑫实业 0.43 0.47 0.46 

≥0.40 

生益科技 0.51 0.54 0.53 

华正新材 0.49 0.46 0.48 

深圳纽菲斯 0.45 0.48 0.47 

BF-04 

柳鑫实业 0.37 0.42 0.39 

≥0.35 

生益科技 0.43 0.42 0.47 

华正新材 0.36 0.38 0.40 

深圳纽菲斯 0.38 0.41 0.39 
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体积电阻率和表面电阻率

试验验证报告 
 

 
       样品名称 刚性有机封装基板用绝缘胶膜 

       主编单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

       试验单位 深圳市柳鑫实业股份有限公司 

广东生益科技股份有限公司   

浙江华正新材料股份有限公司 

深圳市纽菲斯新材料科技有限公司 
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体积电阻率和表面电阻率试验验证报告 

一、 试验概况 

本试验针对刚性有机封装基板用绝缘胶膜的体积电阻率和表面

电阻率进行评定。 

二、 试验设备 

高阻计或者等效设备。 

三、 试验对象 

完全固化且覆铜后的刚性有机封装基板用绝缘胶膜 BF01、BF02、

BF03、BF04。 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（25 ℃～150 ℃） 

10-6/℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 
BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 
BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 
BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

 

四、 试验程序 

绝缘胶膜体积电阻率和表面电阻率按照《GB/T 4722-2017》中

8.3 的规定进行检验，绝缘胶膜两面覆上至少 12 μm 厚的铜箔。 
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五、试验结果 

样品 

表面电阻率 

（湿热后在潮湿箱中） 

（MΩ） 

标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
6
 

生益科技 10^9 10^9 10^9 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-02 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
6
 

生益科技 10^9 10^9 10^9 

华正新材 / / / 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-03 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
6
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 / / / 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-04 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
6
 

生益科技 10^9 10^9 10^9 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 
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样品 

体积电阻率 

（湿热后在潮湿箱中） 

（MΩ⸱m） 
标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 10^7 10^7 10^7 

≥10
6
 

生益科技 10^7 10^7 10^7 

华正新材 10^7 10^7 10^7 

深圳纽菲斯 10^7 10^7 10^7 

BF-02 

柳鑫实业 10^7 10^7 10^7 

≥10
6
 

生益科技 10^7 10^7 10^7 

华正新材 / / / 

深圳纽菲斯 10^7 10^7 10^7 

BF-03 

柳鑫实业 10^7 10^7 10^7 

≥10
6
 

生益科技 10^7 10^7 10^7 

华正新材 / / / 

深圳纽菲斯 10^7 10^7 10^7 

BF-04 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
6
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 
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样品 

表面电阻率 

（E-24/125 处理后在烘箱中） 

（MΩ） 

标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
4
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-02 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
4
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-03 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
4
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-04 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
4
 

生益科技 10^9 10^9 10^9 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 
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样品 

体积电阻率 

（E-24/125 处理后在烘箱中） 

（MΩ⸱m） 
标准要求 

型号 公司简称 1# 2# 3# 要求 

BF-01 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
4
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-02 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
4
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

BF-03 

柳鑫实业 10^7 10^7 10^7 

≥10
4
 

生益科技 10^7 10^7 10^7 

华正新材 10^7 10^7 10^7 

深圳纽菲斯 10^7 10^7 10^7 

BF-04 

柳鑫实业 10^8 10^8 10^8 

≥10
4
 

生益科技 10^8 10^8 10^8 

华正新材 10^8 10^8 10^8 

深圳纽菲斯 10^8 10^8 10^8 

 

 


